
第一图书网, tushu007.com
<<LED热设计与工程应用>>

图书基本信息

书名：<<LED热设计与工程应用>>

13位ISBN编号：9787121153365

10位ISBN编号：712115336X

出版时间：2012-1

出版时间：电子工业出版社

作者：周志敏　等编著

页数：227

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

Page 1



第一图书网, tushu007.com
<<LED热设计与工程应用>>

内容概要

　　本书结合国内外LED热设计最新应用技术，以LED热设计与工程应用为本书的核心内容，全面系
统地阐述了LED热设计基础知识和LED热设计实用技术。
全书共5章，系统地讲述了LED热设计基础知识、大功率LED衬底及基板、大功率LED热设计、LED驱
动电路热设计、LED灯具热设计等内容。
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章节摘录

　　结温。
结温为：热阻×输入功率+环境温度。
因此，如果提高结温的最大额定值，即使环境温度非常高，LED也能正常工作。
例如，在白色LED中，有的LED芯片品种的可容许结温最高达到+185℃。
结温可因LED的点亮方式而大为不同。
例如，脉冲驱动（向LED输入断续电流驱动，间歇点亮）LED时，结温就不容易上升；而连续驱动（
向LED输入稳定电流驱动，连续点亮）LED时，结温就容易上升。
　　半导体组件内部的温度在LED中是指芯片内发光层（PN结间设置多重量子阱构造的位置）的温度
。
LED芯片的发光层在点亮时，温度会上升。
一般情况下，结温越高，发光效率就越低。
LED随着输入电流的增加，尽管光通量会提高，但发热量会变大。
由此会出现发光层的温度（结温）升高而使发光效率降低，功耗增加，从而使结温进一步上升的恶性
循环。
通过降低LED芯片封装及该封装安装底板的热阻，使芯片产生的热量得以散发，避免结温上升等改进
措施，可以提高亮度。
　　LED芯片的发光层在发光过程中，温度会上升。
一般情况下，如果被称为结温的发光层部分的温度上升，发光效率就会降低，即使输入电力也不亮。
通过降低LED芯片封装和封装底板的热阻，散发芯片上产生的热量，设法使结温不上升，能够使发光
更亮。
如果使用提高了结温最大额定值的LED芯片，在安装使用时能够获得很多优点。
例如，由于增加了输入电力，可提高输出功率。
还可以缩小底板的散热片等。
　　⑩封装材料。
将LED芯片安装到封装中时，为了将LED芯片发出的光提取到封装外部，封装的一部分或者大部分采
用透明材料。
透明材料使用的是环氧树脂和硅树脂，最近还在开发玻璃材料。
环氧树脂用于作为指示器和小型液晶面板背照灯光源使用的、输出功率较小的LED，而硅树脂则用于
输出功率较大的LED。
　　⋯⋯
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